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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLY PRODUCTS -
MANUFACTURING DESCRIPTION DATA
AND TRANSFER METHODOLOGY -

Part 2-2: Sectional requirements for implementation
of printed board fabrication data description

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatior
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). S
international co-operation on all questions concerning standardization in the-electric ic fields. To

Qr tandrdl ation comprising

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Standa | pecifications
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i 2 & “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committges A atlonal Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participa EC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (I i dance_with \conditions determined by

agreement between the two organizations.

Publications is accurate, IEC cannot be |
misinterpretation by any end

In order to promote intern
transparently to the maxi
between any IEC Publica
the latter.

IEC itself does vie any ation “ef copformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services a i . access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out b

All users should ve the Jatest edition of this publication

No liability sha C or ts directors, employees, servants or agents including individual experts and
members ofjts te and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damag at e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expensges arising publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable forthe cotrect application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61182-2-2 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/1025/FDIS 91/1038/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IMPORTANT - The “colour inside” logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the conrect understanding
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PRINTED BOARD ASSEMBLY PRODUCTS -
MANUFACTURING DESCRIPTION DATA
AND TRANSFER METHODOLOGY -

Part 2-2: Sectional requirements for implementation
of printed board fabrication data description

1 Scope

This part of IEC 61182 provides the information on the manufacturing’requirements used for

(enumerated string ID) or indication of a requirement that is as’being optional in the
e e t mandatory based on the

apply to the board fabrication function (are Jis i A A. The list is grouped by topics and
shows the absolute path fo - o the focus of this standard. If the
parent element is not pfese t ho [ 1sidered in the implementation either.
However, all attributes i : element follow the cardinality of the
IEC 61182-2, unless a

2 Normative@ 3

edition of the referenced document (including any

IEC 61182-2, Printed board assembly products — Manufacturing description data and
transfer methodology — Part 2: Generic requirements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRODUITS POUR CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
DONNEES DESCRIPTIVES DE FABRICATION
ET METHODOLOGIE DE TRANSFERT -

Partie 2-2: Exigences intermédiaires
pour la mise en ceuvre de cartes imprimées —
Description des données de fabrication

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatio
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techn
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s

également aux travaux. La CEI collabore étroitement avee\l'Orga iatiin In

du possible, un accord international sur les sujets étant donné que les Comités nationaux de la CEIl
intéressés sont représentés dans chaque comi ’

Les Publications de la CEIl se présentent erecommandations internationales et sont agréées
comme telles par Ies Comités natlonaux de la CE raisonnables sont entrepris afin que la CEI

nationales et re fonales, s, di e S tre toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou rég C C i re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl elle-méme e A s de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des seryic e i e.cohformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de la st responsable d'aucun des services effectués par les organismes de

dommage deg eque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les™dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication’ de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61182-2-2 a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/1025/FDIS 91/1038/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

RN

IMPORTANT - Le logo «colour inside» qui se trouve sur la page de co rture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont co ées\comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devra par_conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couléur:

O
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PRODUITS POUR CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
DONNEES DESCRIPTIVES DE FABRICATION
ET METHODOLOGIE DE TRANSFERT -

Partie 2-2: Exigences intermédiaires
pour la mise en ceuvre de cartes imprimées —
Description des données de fabrication

1 Domaine d'application

normes sont associées, leurs exigences deviennent uné
fabrication comme défini dans la CEI 61182-2.

onstruire un produit
étre remplacée par une
indication d'une exigence

applicables s'appliqua de carte sont énumérés a I'Annexe A. La
liste est regroupée par st >min absolu pour les éléments concernés par
I'objet de la présente i I'élément parent n'est pas présent, aucun enfant n'est
envisagé dans @

élément particulier
la présente norme:

ent "document et sont indispensables pour son application. Pour les
eule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
document de référence s’applique (y compris les éventuels

références datée
derniére édition
amendements).

CEI 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions
(disponible en anglais seulement)

CEIl 61182-2, Printed board assembly products — Manufacturing description data and
transfer methodology — Part 2: Generic requirements (disponible en anglais seulement)
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